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证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2018-60  

 

广东风华高新科技股份有限公司 

关于投资新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 

 

一、投资概述 

（一）根据公司战略发展规划，并结合电子元器件市场发展趋势及公

司主营产品 MLCC（片式电容器）经营情况，为持续提升公司 MLCC 产能规

模及优化产品结构，提升市场竞争力，公司投资 45,320 万元用于实施新

增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目（以下简称“技改项目投资”）。 

（二）公司于 2018 年 8 月 29 日召开第八届董事会 2018 年第八次会

议，会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资新 

增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目的议案》。 

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司本次投资不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。 

二、本次技改项目投资主要内容 

（一）项目名称：新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目。 

（二）项目承建单位：公司冠华片式电容器分公司。 
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（三）投资金额：项目投资总额为 45,320.00 万元，其中：新增建设

投资 43,500.00 万元，建设期利息 500.00 万元，铺底流动资金 1，320.00

万元。 

（四）资金来源：公司自筹解决。 

（五）项目建设目标：新增 MLCC 产能 56 亿只/月。 

（六）项目建设期：2018 年 1 月至 2019 年 12 月。 

（七）主要经济指标测算：项目达产后，第一年预计新增营业收入

31,587.30 万元，实现净利润 5,888.10 万元；项目税前财务内部收益率

为 14.41％、税前投资回收期约为 6.50 年(静态)。 

三、投资目的 

公司的战略目标为持续围绕做优做强做大主业，致力于成为国际一流

的电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商。近两年，我国半

导体产业保持高速增长，同时受部分国际先进同行重点发展方向转移影响，

国内电子元器件行业市场需求旺盛，部分同行均已积极布局扩产。虽然公

司的产能规模一直处于持续扩张水平，但受制于产能规模，公司 MLCC 目

前的交货量和交货速度仍未能满足市场订单需求。 

本次投资旨在通过持续优化产品结构调整,加快产能规模扩张和技术

水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施以及公司的行业竞争地位。 

四、投资风险、对策及对公司的影响 

（一）财务风险 
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技改项目投资的财务风险主要来自于国际同行的同步扩产导致公司

产品市场开拓跟不上产能提升幅度，从而影响盈利水平。公司将结合市场

发展趋势分阶段投入设备，逐步提升设备产能，同步扩张市场，密切关注

市场占有率提升程度，确保设备利用率最大化；积极开拓市场，确保市场

开拓与产能扩张同步。 

（二）市场风险 

技改项目投资的市场风险主要来自于现有客户需求不足、市场竞争加

剧、新领域开拓困难三个方面。公司将通过持续巩固并扩大原有市场份额、

积极拓展新的市场渠道等积极化解市场风险。 

（三）原材料供应风险 

技改项目投资的原材料供应风险主要在于原材料供应商产能未能满

足行业产能扩张从而影响项目产能发挥。公司将持续加大与战略供应商的

合作，积极推进战略供应商新生产基地和生产线的建设，确保主要原材料

供应的稳定。  

五、备查文件 

公司第八届董事会 2018 年第八次会议决议。 

特此公告。 

 

 广东风华高新科技股份有限公司董事会 

2018 年 8 月 31 日 




